Benvenuto in O-leading

O-Leading si impegna a essere il tuo partner di una soluzione completa nella catena di fornitura EMS, tra
cui progettazione PCB, fabbricazione PCB e assemblaggio PCB (PCBA), forniamo alcune delle tecnologie
PCB pil avanzate, inclusi PCB HDI, PCB multistrato, PCB rigido-flessibili Siamo in grado di supportare
dal prototipo a rotazione rapida alla produzione di massa e media.

In generale, i nostri clienti globali sono molto colpiti dai nostri servizi: risposta rapida, prezzo competitivo
e impegno per la qualita. Fornire un servizio tecnico pil prezioso e una soluzione globale e la strada che
porta avanti.

Guardando al futuro, O-leading si concentrera come sempre sull'innovazione e lo sviluppo della
tecnologia di produzione di componenti elettronici e compira sforzi costanti sul servizio one-stop PCB e
PCBA per fornire servizi di prima classe e creare piu valore per i nostri clienti.

FARE CLIC SU QUESTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI [Modulo di interfaccia a scheda
singola personalizzato Raspberry Pi 3B e 3B 4B

Descrizione del prodotto



https://www.o-leading.com/it/products/Customized-Raspberry-Pi-3B-and-3B-4B-single-board-interface-module.html
https://www.o-leading.com/it/products/Customized-Raspberry-Pi-3B-and-3B-4B-single-board-interface-module.html

=
=
‘o Be Valuable

Reliable

2,

'HOFR60_

HOAR90

HO1RO1_

£

2

H41R60
P me@

|

H41R60

H41R70

mM g%

H1iDR20
HOBR40

H41R70

H26R00
HOBR40

%:.'

H41R70
-
P&

o 03 0o
H26R00
HOFR60_1

2018.12.24 Gerber

HO9ROO




T B Valuable

-
-
Reliable

ﬁmw_om 2TT04T0H TEdL0H 00460H 0EdVOH
%9 Ed S S0 . E ; % T4 %
$0M LD 4 TOUTOH - i BOHERH
d ; .14

1 094J0H
00492H
5 mlm.

e -

JEd. < Ed

arneTH *29g P ozTHOTH e AN d— 90y9zH 7 @OITH
=

bds il

T

i
|

LB
Tl
[

I

i
oo
i

llllllllllllli!..‘

530 1 T

i
TTF

i
||f|TI|Jm|J

2
QL
o T
]
e
L
e
Mﬁ_ﬁﬁ
1

0TH42EH 094 T¥H 094 TVH 0LYUT¥H




TTT04T0H ) TE420H 00960H .cmm.J.a:

= : ..,...
AN : : Ed % | Ei% .. o® £d %
4OM LOH Y §—-1 ) A : 3 y o BeuEeH, .

%

3 X C : ag 4
- o
3 - # ey Y ovooad ) . vzt ovAcoady
08dVOH d : T 094 J0H

2  09440H OVHOTH
& 4 % £d % ;
4 @98d8H *Zd, heh A _ 4 A b 74— QOYITH

Valuable
T
i

To

ADINC

@
-
[
]
o




L]
-
T e Valuable

Reliable

TTT04T0H

e b

*® €4 %

0Td2EH

27 104T10H
.m‘n_ %o

TEHL0H

024 T¥H

00d60H
-w
£d

0E4dVOH




ADINC

Reliable

OTHZEH

0THZEH

Solo0
‘(_)O_,E-"'“E[J

e
abmy )| O

094 T¥H

094 1¥H

2 T04T0H
byt

- 0LUTFH

i
rd— g
B, 5

BUIZH

0L4TFH

00460H




Valuable

Reliable,

£d
LOHLOH

@ @ 0Td2EH

=

0941¥vH

094 T¥H

o v

© conia by

LN

a BB
OO e %
e

AR,

Z13p 1

Lal

LT

=

TEdL0H 00460H 0EdVOH
-
o® B4 %

h.S 5 8 MBS
el e

> ol

o Bl

«..4.0

L,

"
09H40H «2d

)
o
{ OVN00SEW

T 09440H




Quality Control Process

0-LEADING
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Market Share

o CONSUMER ELECTRONICS o INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

) AutomoTIvE ELECTRONICS (@]

o INDUSTRIAL CONTROL

18%

INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

20%

AUTOMOTIVE ELECTRONICS

30%

CONSUMER ELECTRONICS

INDUSTRIAL CONTROL
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La nostra squadra







Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT




Certificazioni

¥ ZOAIE

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS
We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,.LIMITED
Credit Mot 81680491 000-07. 187
Reguaation Add: FLATRM 1204 12F TAI SANG BANK BUILDING 130152 DES
VOEUS BOAD CENTRAL HK
Busiaess  Add. 1311 Fleor 13, Foune Buldng, Derstas Town, Hulpeng
Dawict. Huizhoy. Guasgasng. Ching
and a Quality )
Which fulfils the of the

System

GBT19001-2018 kit ISO0001:2015
Scope of certification

Sales of printed circuit boands
initial Issuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aprd 2. 2008

Thia cartficate i valid curing; Apl 22. 2019
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SGS

Test Report

No. SZXEC 1800530401 Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED
1313 FLOOR 13. FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.

CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP

SGS Job Mo.

Date of Sample Received -

Testing Period ©

Test Requested
Test Method -

Test Results ©

Conclusion -

Signed for and on behalf of

RP19-005089 - SZ
22 Mar 2018
22 Mar 2019 - 30 Mar 2018

Selected tesi(s) as requested by client.
Please refer to next page(s).

Please refer to next page(s).

Based on the performed tests on submitied sample(s). the results of Lead.
Mercury. Cadmium . Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs)
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phihalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHF) . Butyl benzyl phthalate (BBP). Dibutyl
phthalate (DBP) . and Diisobuty| phthalate (DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex Il to Directive 2011/65/EU.

S$GS&-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

. ./'\

-

Tina Fan
Approved Signatory
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Member of the SGS Graup [SGS SAY

SGS

Test Report No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019

Test Resulis

t Part D [e]
Specimen No.  SGS Sample ID

SN1 S§ZX19-005304.001 Green'PCB"
Remarks -

(1} 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3} ND = Not Detected ( < MDL }
(4} ™" = Not Regulated

Page 20f 6

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017. IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017_ IEC
62321-6:2015 and |IEC62321-8:2017. analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS.

Testltem(s) imit  Unit MDL 201
Cadmium (Cd) 100 mg'kg 2 ND
Lead (Pb) 1.000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1000 mglkg 2 ND
Hexavalent Chromium (Cr{V1}} 1000 mglkg 8 ND
Sum of PBBS 1.000  mglkg S ND
Monobromobiphenyl ] ma/kg 5 ND
Dibromobiphen yl = mglka 5 ND
Tribromobipheny! . mglkg 5 ND
Tetrabromobipheny| - mg/kg 5 ND
Pentabromobiphenyl - mg'kg 5 ND
Hexabromobipheny! s mglkg 5 ND
Heptabromabipheny| - molkg 5 ND
Octabromobipheny! - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mglkg 5 ND
Decabromobipheny| - mg/kg 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  molkg = ND
Monobromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
Dibromodiphenyl ether < mg/kg 5 ND
Tribromedipheny| ether : ma'kg 5 ND
Telrabromodiphenyl ether 2 mglkg 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg/kg L3 ND
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.

HARFFEHIEFSEEPIAREF-REHE T UL IREMGIIRSHER, REWE ULIREIIFER, AROZiinasd

ULIAIE, F#EUL BUREISIRSHER, TEEE M LR,

UL RPFESINE R RPFTEMEEHISMEIA TR 1ERER. =K. WiE Rt RAVEGAE () BREFESE
TR (SEER) AR TREBTIRSMEEN. 24 UL RIFMERINE B REE RIS S/ALIVER B HA9NE S, 1t

ab, EEHEAREELITTESARIGSE: "0 2019 UL LLIC"



Capacita di processo

Capacita di produzione di PCB

Conteggio strati 1Layer-32Layer

Spessore rame finito 1/30z-120z

Larghezza linea min / spaziatura interna 3.0mil / 3.0mil

Larghezza minima linea / spaziatura esterna 4,0mil / 4,0mil

Rapporto di aspetto massimo 10: 1

Spessore del pannello 0,2 mm-5,0 mm

Dimensione massima del pannello (pollici) 635 * 1500 mm

Dimensione minima del foro praticato 4Amil

Tolleranza foro placcato +/- 3mil

Blind / Buried Vias (tipi All) st

Tramite riempimento (conduttivo, non conduttivo) Si

Materiale di base FR-4, FR-4 materiale privo di alogeni ad alta T, Rogers, base in alluminio, Polyimide, rame pesante
Finiture superficiali HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion silver,Immersion Latta, dita d'oro, inchiostro di carbone

Capacita di produzione SMT

Materiale PCB

FR-4, CEM-1, CEM-3, scheda a base di alluminio

Dimensione massima PCB

510x460mm

Dimensioni minime PCB 50x50mm
Spessore PCB 0,5 mm-4,5 mm
Spessore del pannello 0,5-4 mm
Dimensioni minime dei componenti 0201

Componente di dimensioni standard del chip

0603 e versioni successive

Altezza max componente 15 mm
Passo minimo di piombo 0,3 mm
Min BGA palla pitch 0,4 mm
Precisione di posizionamento +/- 0,03 mm

Imballaggio e consegna




Shipping service

Express



Quick Tum Lead Time

Layer Count: Lead Tim Special Requirement
1L/2L 2-3days 24 Hours,48 Hours
4L 3-4days 48 Hours
6L 4-5days 72 Hours
8L 5-6days NA
10L 6-7days NA
12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

Layer Count: Sample Lead Time Volume order lead time
2L 4 days 10 days
4L 5 days 11 days
6L 6 days 12 days
8L 8 days 14 days
10L 10 days 16 days
12L 12 days 18 days
14L 14 days 20 days
16-32L 18 days 24 days

FAQ

1. In che modo O-Leading garantisce la qualita?

Il nostro elevato standard di qualita si ottiene con quanto segue.

1.1 1l processo e rigorosamente controllato secondo gli standard ISO 9001: 2008.

1.2 Ampio utilizzo di software nella gestione del processo produttivo

1.3 Attrezzature e strumenti di prova all'avanguardia. Per esempio. Sonda volante, ispezione a raggi X,
AOI (Automated Optical Inspector) e ICT (test in-circuit).

1.4. Team dedicato alla garanzia della qualita con processo di analisi dei casi di guasto

1.5 Formazione e istruzione continua del personale

2. In che modo O-Leading mantiene il prezzo competitivo?

Nell'ultimo decennio, i prezzi di molte materie prime (ad esempio rame, prodotti chimici) erano
raddoppiati, triplicati o quadruplicati; La valuta cinese RMB si e apprezzata del 31% rispetto al dollaro
USA; E anche il nostro costo del lavoro € aumentato in modo significativo.

Tuttavia, O-Leading ha mantenuto costanti i nostri prezzi. Questo dipende interamente dalle nostre
innovazioni nel ridurre i costi, evitare sprechi e migliorare 1'efficienza. I nostri prezzi sono molto
competitivi nel settore allo stesso livello di qualita.

Crediamo in una partnership vincente con i nostri clienti. La nostra partnership sara reciprocamente
vantaggiosa se possiamo fornirti un costo e una qualita eccezionali.



3. Che tipo di schede puo elaborare O-Leading?
Schede FR4 comuni, ad alto TG e prive di alogeni, Rogers, Arlon, Telfon, schede a base di alluminio /
rame, PI, ecc.

4. Quali dati sono necessari per la produzione di PCB e PCBA?

4.1 BOM (distinta base) con designatori di riferimento: descrizione del componente, nome del produttore
e numero di parte.

4.2 File Gerber PCB.

4.3 Disegno di fabbricazione del PCB e disegno di assemblaggio del PCBA.

4.4 Procedure di prova.

4.5 Eventuali limitazioni meccaniche come i requisiti di altezza di montaggio.

5. Qual ¢ il flusso di processo tipico per PCB multistrato?

Taglio del materiale — Film secco interno — Incisione interna = AOI interno - Multi-bond -
Sovrapposizione di strati Pressatura — Foratura - PTH - Placcatura del pannello = Film secco esterno —
Placcatura del modello — Incisione esterna — AOI esterno — Maschera di saldatura — Marchio del
componente — Finitura superficiale - Instradamento — E / T - Ispezione visiva.

6. Quali sono le attrezzature chiave per la produzione HDI?

L'elenco delle apparecchiature chiave e il sequente: perforatrice laser, pressatrice, linea VCP, macchina
per esposizione automatica, LDI e cosi via.

Le attrezzature che abbiamo sono le migliori del settore, le macchine di perforazione laser provengono da
Mitsubishi e Hitachi, le macchine LDI provengono da Screen (Giappone), anche le macchine per
'esposizione automatica sono di Hitachi, tutte fanno in modo che possiamo soddisfare i requisiti tecnici
del cliente.

7. Quanti tipi di finitura superficiale O-lead puo fare?

O-the leader ha la serie completa di finiture superficiali, come: ENIG, OSP, LF-HASL, doratura (morbida /
dura), argento per immersione, stagno, argentatura, stagnatura per immersione, inchiostro al carbonio e

cosi via. OSP, ENIG, OSP + ENIG comunemente usati su HDI, di solito si consiglia di utilizzare un client o
OSP OSP + ENIG se BGA PAD di dimensioni inferiori a 0,3 mm.

8. Qual e la tua capacita per FPC? O-Leading puo fornire anche il servizio SMT?

O-Leading puo fabbricare FPC da un singolo strato a 8 strati, la dimensione del pannello di lavoro puo
arrivare fino a 2000 mm * 240 mm, si prega di trovare i dettagli nella pagina "Capacita di flessibilita"
Forniamo anche un servizio unico SMT al cliente.

9. Quali sono i principali fattori che influenzeranno il prezzo del PCB?
Materiale;

Finitura superficiale;

Difficolta tecnologica;

Diversi criteri di qualita;

Caratteristiche PCB;

Termini di pagamento;

Diversi paesi produttori.

10. Qual e la definizione di PCB, PWB e FPC e qual e la differenza?

PCB ¢ l'abbreviazione di Printed Circuit Board;

PWB e l'abbreviazione di Printed Wire Board, stesso significato di Printed Circuit Board;
FPC e 'abbreviazione di Flexible Printed Board.

11. Quali fattori dovrebbero essere considerati quando si sceglie il materiale per una scheda
PCB?



I seguenti fattori dovrebbero essere considerati quando scegliamo il materiale per PCB:

I1 valore di Tg del materiale dovrebbe essere maggiore della temperatura di funzionamento;

Il materiale a basso CTE ha buone prestazioni di stabilita termica;

Buone prestazioni di resistenza termica: normalmente i PCB devono resistere a 250 °C per almeno 50
secondi.

Buona planarita; In considerazione delle proprieta elettriche, il materiale a bassa perdita / alta
permittivita viene utilizzato su PCB ad alta frequenza; Substrato in fibra di vetro di poliimmide utilizzato
per PCB flessibile; L'anima in metallo viene utilizzata quando il prodotto ha requisiti rigorosi di
dissipazione del calore.

12. Quali sono i meriti del PCB rigid-flex di O-leading?

I1 PCB rigido-flessibile di O-leading ha i caratteri sia di FPC che di PCB, quindi puo essere utilizzato in
alcuni prodotti speciali. Una parte & flessibile mentre 1'altra e rigida, puo aiutare a risparmiare spazio
interno del prodotto, ridurre il volume del prodotto e migliorare le prestazioni.

13. Come si esegue il calcolo dell'impedenza?

Il sistema di controllo dell'impedenza viene eseguito utilizzando alcuni coupon di prova, il soft SI6G000 e
I'apparecchiatura CITS 500s di POLAR INSTRUMENTS.

L'apparecchiatura misura l'impedenza su un tagliando di configurazione del binario rappresentativo di
cui il cliente ci ha fornito un determinato valore e tolleranza.



